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モバイル端末等、電子機器の高機能化に伴ってチップ部品やパッケージ等の実装部品、お

よび基板の小型・軽量・薄型化が大きく進展している。一方、実装材料として用いられてい

る鉛フリーはんだは実装温度が高く、小型・薄型化した実装部品や基板に対応するためには、

部材間に生じる熱ストレスを抑制する必要があり、実装温度の低減が重要となっている。さ

らに、実装コスト削減の観点から、短時間で実装できる材料に対するニーズが大きい。この

ような要求に対応するために、我々は“低温・短時間硬化”を特徴とする電子機器実装用接

着剤の開発を行っている。本稿では“低温・短時間硬化”を特徴とするエポキシ樹脂をベー

スとした接着剤について紹介する。 

 


